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低温鉛フリーはんだ接合を目的としたスズ–亜鉛共晶合金の
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概要 スズ–亜鉛共晶合金は，融点が現行のスズ–鉛共晶合金のそれに近いことから，鉛フリーはんだの候補として期待さ

れている。ポリオキシエチレン–a–ナフトール (POEN)を添加剤とするスルホコハク酸浴から，カソード電流密度 0.5�3 A/dm2

において，共晶組成（亜鉛 9 mass%）を有する合金皮膜が得られた。POENの添加は，スズ析出の分極を増大し，低電流密度

領域におけるスズの優先析出を抑制することにより，亜鉛の共析を可能にした。めっき浴は極めて安定であり，6カ月経過後

においてもSn4�化合物の沈殿形成は認められなかった。スズ–亜鉛共晶合金皮膜は，b -スズ相と亜鉛相からなり，その融点は

198°Cであった。銅素地上のスズ –亜鉛共晶合金皮膜には，1年間の室温経時後においてもウイスカの発生は認められなかった。

Abstract

Electrodeposited tin-zinc eutectic alloy is a promising candidate to replace tin-lead solder coatings

and provide low temperature soldering. The eutectic alloy film (Sn-9.0Zn, mass%) of the desired con-

stituent was deposited at cathode current density 0.5–3A/dm2 in a sulfosuccinate bath using the ad-

ditive polyoxyethylene-a -naphthol (POEN). The presence of POEN increased tin deposition polariza-

tion, markedly inhibited preferencial deposition of tin over a noble potential range, and an apprecia-

ble amount of zinc was codeposition. The bath is stable systems, precipitate consisting of metastan-

nic acid were not observed after standing for six months. The eutectic alloy film consists of b -tin and

zinc phases, and its solidus temperature was 198°C. Whisker were not observed on the eutectic alloy

film on the copper substrate after one year of aging at room temperature.
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